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Cistiace techniky pre  Laserové Cistenie Névrh eliminidcie vyprskévania spajky

znizovanie oxidacie a  Cistenie parou - optimalizécia teploty spéjkovania,
kontaminacie Chemické Cistenie - kontrola rychlosti ohrevu a chladenia,

vstupnych materialov - pptimalizécia mnoZstva spajky.
- vyber kvalitného taviva,
Hlavné parametre  Teplota - &istenie povrchu materidlov,
zodpovedné za Cas - pouZitie vakuového prostredia,
vyprskavanie spajky  Vakuum - optimalizacia procesnych podmienaok.
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